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内 
 
 
 
 
 

容 

 

概  要 

 

これまでの接着剤やねじ・リベットなどの機械的締結による組み立てを、レ

ーザーによる直接接合で実現するための研究。接着剤が不要となり生産現場に

おける VOC の削減、タクトタイムの削減、部品点数の削減によるコスト減、

シーム接合による信頼性向上などのメリットが期待できる。PET 等、複数の

樹脂材料について、圧延鋼板との接合を確認している。 

従来技術・ 

競合技術 

との比較 

（優位性） 

・半導体レーザーの特徴であるフラットな集光スポットのエネルギー分布によ

る熱伝導接合。 

・薬品による前処理やチャンバーを必要とせず、生産設備への組み込みが容易。 

・薄物、小物については小型のレーザーにより比較的安価に導入可能。 

本技術の 

有用性 

VOC 削減、タクトタイム削減、部品点数低減、 

信頼性向上、設計自由度の向上 

関連情報 

（図・表・写真等） 

 

  

適用可能製品 製品やサブアッセンブリ、モジュールの組み立てへの応用  
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図 1半導体レーザー光の特徴 
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図 2 レーザーによる接合 図 3接合メカニズムの概念図 


